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Beispiele fur Elektronikarchitekturen
im Automobil
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Uber diskrete Leitungen
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Vernetzte Steuergerate fur verschiedene Systeme
nach topologischen Gesichtspunkten angeordnet

Ein zentrales Steuergerat fir verschiedene
Systeme



Typische Beschaltung analoger
Eingange in heutiger Architektur
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Typische Beschaltung analoger
Ausgange in heutiger Architektur
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Beschaltung von Busanschlussen
in heutiger Architektur
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Konsequenzen bei der Verwendung ==
. . rinkmeyer & Partner
heutiger Testarchitekturen ==M==" retyteme ir e utomobicusti

m Die Anzahl der notwendigen Verbindungen ist hoch

mDie Anzahl der bendtigten Hardware-Testkomponenten ist
hoch

mDer Gesamtaufbau fur den eines Pruflings muss genau
geplant werden

mBei hoher Anzahl der I/O-Pins und gewunschter hoher
Testtiefe ist die Komplexitat der Testaufbauten sehr hoch

m Die Kosten sind hoch



Typische Beschaltung analoger
Ausgange in heutiger Architektur
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Beispielhafte Kostenverteilung bei
heutigen Testarchitekturen
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Beschaltung analoger Eingange in
neuer Architektur
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Beschaltung analoger Ausgange in

neuer Architektur
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Aufbau eines Testsystems in

neuer Architektur
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E“tWiCklung neuer TeStkomponenten — Testsysteme fiir die Automobilindustrie

m Hoher Entwicklungsaufwand: Technologisch sehr
unterschiedliche Dinge mussen in einer Komponente

vereinigt werden:
< prazise Messtechnik
< schnelle Datenverarbeitung
<+ hohe Leistungen und hohe Strome

m Der Aufwand fur einen Kanal steigt in der
Testkomponente, da viele Ressourcen bereit gehalten
werden mussen

m Die Anschlusstechnik: Hochpolige Steckverbinder
sind schwer handhabbar und erlauben meist keine hohen
Strome. Losung: Kleine Kanalzahlen pro Modul; keine
/Zwischenkontaktierungen
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Pro

m Deutlich vereinfachter Hardware-
Testaufbau. Die Anzahl der
Verbindungen ist minimal

m Einheitliche Struktur der
Testaufbauten; nur eine Schicht von
Testkomponenten zwischen Rechner
und Prafling

m Nur wenige verschiedene
Testkomponenten; daher einfache
Handhabung bei Ersatzteilen oder
Zusatzbedarf

m Verbesserte Zuverlassigkeit durch
weniger Verbindungen und weniger
zugeschnittene Losungen

m Flexibilitat des Testaufbaus steigt

Contra

m Module sind mit eine Ubermenge an
Funktionen ausgestattet; dadurch
Erh6hung der Rohkosten pro Kanal

m Bearbeitung nur weniger Kanéle pro
Modul; daher hohe Anzahl von
Modulen
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Ausblick

m Einige Komponenten fehlen noch:
= Bedienung von BusanschllUssen mit allen notwendigen
Schalt- und Stimulationsmoglichkeiten
2 Bedienung der Spannungsversorgung fur Pruflinge

m Komponenten sind denkbar, bei denen die Ressourcen-
vielfalt pro Kanal und die Allgemeinheit der Ausfihrung
etwas eingeschrankt ist, dafur aber die Kanalzahl
pro Modul steigt

m Alle Sonderfalle kdnnen nie in einem System von
Testmodulen behandelt werden. Die Realisierung dieser
Falle muss durch eine geeignete Plattform ermoglicht
werden.
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Vielen Dank fur
lhre Aufmerksamkeit



